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(S) Dunne elektronische Chipkarte mit Enefgiespeicher 

@ Bei einer diinnen elektronischen Chipkarte mit einem 
IC-Chip und einem flachen EnergiespeicherzurStrbmver- 
sorgung des IC-Chips ist zwischen aufSeren Alxleckfolien 
(10, 11) und dem Energiespeicher (5) zumindest einseitig 
eine zusStzliche hochfeste Folia (6) aus Metall oderfaser* 
verstarktem Kunststoff angeordnet, die die Oberflache 
des Energiespeichers (5) wenigstiens teilweise uberdeckt 
und uber desseh Umriss herausragt Die zusatziiche hoch- 
feste Folie besteht beispteisweise aus Edeistahllegierun- 
gen und kann mit der Oberflache des Energiespeichers 
fest verbunden sein. Oer Energiespeicher ist beispielswei- 
se eine primare U/Mn02-Zeiie. 
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[0001] Gegenstand der Erfindung ist eine dUnne elekironi- 
schc Chipkarlc mil cincm IC-Ghip und eincm flachen Ener- 
giespeichcr zur Stromversoi^ung dcs IC-Chips. 5 
[0002] Elcklronischc Chipkarten bcsiUen uberwiegend 
keinen eigenen Energiespeicher. Sic sind in Form von Krc- 
diikarten, Tclefonkaitcn. Miigliedskarten etc, bckannl Mil- 
tcis Magnelstreifen oder Kontakl-Chipmodul kdnncn infor- 
mationen wiedergeben oder gcspeichen wcrdcn. Neben die- 10 
sen Karten existiercn kontakllosc Chipkarten. Derartige 
Kaitcn besitzen eine Anlennenspule und kdnncn in einem 
cicktromagnclischen Fold mittels Induktion aktiviert wer- 
dcn Wegen der maximal zulassigen elektromagneiischen 
FcldsUrken sind allerdings die Reichweiten soicher Karten 15 
nur genng. Sie iiegen ubHcherweise im Bereich von weniger 
ca. 50 cm. Derartige Karten sind sogenannte passive 
Karten. d. h. Informationen konnen nur mitiels cines Kon- 
takltermmals oder in elektromagneiischen Feldem gelesen 
Oder beschrieben werden. 20 
[0003] Passive Karten habcn den Nachteil, dass sie nur fur 
bestimmte Anwendungen einsctzbar sind. da sie keine ei- 
gene Energieversoigung besitzen. Ersi der Einbau eines ei- 
genen Energicspeichers. insbesondere eines galvanischen 
Elements, ermdglicht eine Vielzahl von Anwendungen da 25 
einc grSBere Zuverlassigkeit und Sicherheil erreichl wird 
und grGBere Datenmengen gespeichert werden konnen AIs 
Energiespeicher kommen Kondensatoren und insbesondere 
sehr dunne Knojifzcllen oder rechteckigc Rachzellcn in Be- 
iracht, die m die aus Kunslstofflaminaten bestehende Kartc 30 
emgebaut werden. 

[0004] Allerdings ist die mechanische Stabilitat soicher 
Chipkarten gegenuber Bicge- und Diuckbeanspruchungen 
meist nicht ausreichcnd, seiche Beanspruchungen fuhren zu 
irreverablen Verformungen und SchSden, insbesondere der 35 
fcneipespeicher, Beispiclsweise kommt es zu Schaden em- 
lang der Kante des in die Karte einlaminierten Energiespei- 
chers. Durch erne in diesem Bereich aufiretende Rissbil- 
dung kann es zu Fehlfunktionen der Kartc kommen. da bei- 
spielsweise der Magnelstreifen nichl mehr sicha- abgelastel 40 
werden kanh, oder eine Rissbildung kann zur Beschadigung 
der Leiteibahnen fuhien. sodass es zum Ausfall von Funk- 
tionen der Chipkarte kommt. 

[0005] Der Erfindung liegl die Aufgabe zugrunde. dne 
dunne elektronische Chipkarte der eingangs genannten Art 45 
anzugcben. welchc hohe Stabilitat gegenuber Bicge- und 
Dnickbcanspruchung besitzt. und bd der eine irreversible 
Veiformung duichBiegebeanspnichung weitestgehend ver- 
mieden wild. 

[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemafi bei einer 50 
Chipkarte der eingangs genannten Art durch die Merkmale 
des kennzeichnenden Tdls des Anspruchs 1 gelost Vortdl- 
hafte Ausgestaltungen der erfindungsgcmaBen Chipkarte 
smd m den Unlcranspriichen angeg^en. 
[0007] GemaB der Erfindung isi zwisdicn def iiWichen au- 55 
Beren AbdeckfoUe und dem Eneigiespeichcr zumindest auf 
emcr Seite eine zusStzliche hochfeste Folic angeordnet die 
zummdesl dnen Tdl der Oberflache des Eneigicspeichers 
ubeidecki und fiber dessen Umriss herausnigi. Diese zusatz- 
hche Fohe aus Meiall oder dnem faserverstarklem Material 60 
bcsilzl erne hohe Festigkdl und verhindert eine besonden; 
Starke Belastung an den Kanlen der Batterie mit dadurch 
moghcher Rissbildung bd Biegebeanspruchung der Karte 
Die auflere Abdeckfolie der Chipkarte besieht bdspids^ 
weise aus Polystyrol, ABS, Pblyamid. Polypropylen oder 65 
andercn Polymer-Kunststofflaminaten. Die zusStzliche Fo- 
he bestehi insbesondere aus Meiall oder faserverstarictem 
Kunslsloffveibundmaterial. beispielswdse faserverstarklem 



Polyaihylen. faserverstarklem Polypropylen. glasfascrver- 
starkiem Polyester oder dnem KohlefaserverbundwerksiofT 
Vorzugsweise bcdeckt die zusatzliche Folic die OberflSche 
des Energicspeichers vollstSndig und ragt allsdtig ubcr des- 
sen Umnss heraus und ist gegcbcnenfalls auf bciden Obcr- 
flachen dcs Energiespdchcrs vorgesehen. Die zusatzliche 
hochfesle Folic kann mil der Oberflache des Energiespd- 
chers durch Kleben oder HdBlaminieren fest verbundcn 
Oder auch lose sdn. Besonders geeignet sind hochfesle flexi- 
ble Mela lfolien dner Dicke von 20 bis ca. 60 Mm. die aus 
Edelstahllegierungen oder NichtdsenmetalUegierungen 
hergestdll sind. Vorteilhaft ist es. etwaige HohlrSume. ins- 
besondere in der Umgebung des Encrgiespddiers. mil cla- 
suschen Ausglcichsraassen, beispielswdse Elaslomeren 
msbesondere Silicon, auszufiillen. 
[0008] Im folgendcn ist der Gegenstand der Erfindung an- 
hand ^r Fig. 1 und 2 naher erlautert. In dne eigenlliche 
Tragerfohe mil nicht naher dargestdlten Leiterbahnen ist 
em Display 2, das Chipmodul 3, ein Dnickschalter 4 und dn 
Energiespeicher 5 dngclassen. Der Eneigiespdcher 5 kann 
dabei em galvanisches Element oder ein Kondensator sein 
bevorzugt ist dn galvanisches Element in Fonn dncs prima- 
ren oder sekundaren Lithium/Metalloxidsyslems. Beispids- 
weise 1st das System Li oder U-Legienin^n02 geeignei. 
ErfindungsgemaB ist auf die Obersdle des Eneigiespdchere 

5 erne hochfesle Metallfolie aufgebrachi oder auflaminiert. 
In der daigesteUten Ausfuhnmgsfonn ist auf der Untersdte 
des Eneigiespdchers 5 cbenfalls dne hochfesle Metallfolie 

6 voigeschen. bzw. auflaminiert. Darauf aufgebrachi ist dne 
Ausgleichsfolie 8. die Ausspanmgen fur Display 2 Chip- 
modul 3 und Druckknopf 4 sowie fiir die zusatzliche hoch- 
feste Folic 6 enthalt Die Ausgldchsfolie 9. die auf der Un- 
lerseite des Energicspeichers vorgesehen ist, enthalt ledig- 
hch erne Ausspanmg fiir die zusatzliche hochfesle Folic 7 
Schhefilich ist die Obersdle dieses Verbunds duich dne 
Overiay-Folie 10 und die Unlersdle durch die Underlay-Fo- 
le 11 abgedeckt. Alle Folien k5mien fest mitdnander durch 
r^nl'^^'? ^ HdBkleber verbunden sdn. 
[00091 DiezusaizKchehochfesteFolie6kanndengesam- 
ten Energiespdchw 5 an alien Sdlen ubctdecken. sie kann 

?^/'*^li'^^!f''^ ^""^ S^^^^^" voigeschen sein. 
die die Rache des Eneigicspeichers nicht ganz abdecken. 
die jedoch zumindest Tdlbereiche Obcidecken und in diesen 
Bereichen Ubcr den Umriss des Eneigicspdchers 5 hinaus- 
ragcn. GrundsatzHch ist es auch mSgUch, die zusatzliche 
hochfeste FoUe 6 so auszubilden. dass sie nichl nur den 
Eneigiespeicher Uberdeckt. sondem sich fiber die gesamte 
Chipkarte erstreckt, wie dies aus Fig. 2 eisichtUch ist. Es ist 
moghch, die zusatzUche hochfeste FbUe auf einer Sdte des 
Eneigicspdchers 5 oder aber auf bciden Seiten des Encrgi^ 
speichera 5 anzubringen. Wcnn beidenseits des Energicspei- 
chers solche Folien angeordnet sind, bilden die Zusatzfoiien 
prakusch dn zusStzHches Gehause fur den Enexgiespdcher 
so dass die Funktionsfahigkdi des Eneigiespeichers 5 fibe^ 
lange Zeitraume gesichert wird. 

[0010] Eine Chipkarte im IDl-Format der ISO-Norm 
7810 hat die Abmessungen: Brdte ca. 54 mm x Unge ca. 
85,6 mm und besitzl eine Gesamtdicke von ca. 760 bis ± 
80 i^m. Der in die Chipkarte dngebrachte aieigiespdcher 
bcsilzt cine Dicke, die ca. 400 nm beuagt. Auf diesen Ener- 
giespeicher sind die zusktzlichen hochfesten Folien aufge- 
brachi, die dne Dicke von ca. 50 ^m besitzen. Im FaUe dner 
Klebe- oder Laminationsschicht zvidschen hochfester Folic 
6 und Energiespdcher 5 belragl die Dicke der Klebe- oder 
Laminationsschicht bis zu ca. 50 ^m. Auf diesen Verbund 
smd Ausgldchsfolie 8. 9 und auBere Abdeckfolien 10 11 
die beispielswdse aus PVC. ABS. Polystyrol oder Polyprt)- 
pylen bestehen, auflaminiert. so dass die oben genannte Ge- 



DE 101 02 125 A 1 

3 4 



samidickc von maximal 840 nicht ubcrschrillen wird. 
[0011] Sclbslverstandlich isi der Gcgcnsland dcr Erfin- 
dung auch fur Chipkarten anwendbar, die andcrc Abmes* 
sungen aufweisen, bci spiels wcise mit Abmessungen von bis 
zu 100 mm x 150 mm x 2,0 mm. Solche Chipkancn konnen 
beispielsweise als flexible und kontakllose Identifikalions- 
sysieme fungieren. wo groBerc Reichweiten und damit gr6- 
Bcrc Energiespcichcr benbiigl werden. 



der Energiespcichcr cine wiederaufladbarc Li-Ion ZcHc 
ist. 



Hierzu 2 Scitc(n) Zcichnungen 
5 



Paicntanspruche lO 

1 . Diinnc elcktronische Chipkane mit .cinem IC-Chip 
und cinem flachen Eneigicspeicher zur Strom versor- 
gung des IC-Chips, dadurch gekennzeichnet, dass 
zwischen siufieren Abdcckfolien (10, 11) und dem 15 
Energiespeicher (5) zumindest einseitig eine zusatzli- 
che hochfeste Folic (6) aus Metall oder faserverstark- 
tern Kunststoff angeordnet isU die die Oberflache des 
Energiespeichers (5) wenigstens teilwdse iiberdeckt 
und (iber dessen Umriss herausragt. 20 

2. Dunne elcktronische Chipkarte nach Anspnich 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass, die zus^tzliche hochfe- 
ste Folic (6) die Oberflache des Energiespeichers (5) 
vollsiandig bedeckt und allseilig uber dessen Umriss 
herausragt. 25 

3. Dunne elcktronische Chipkarte nach Anspnich 1 
Oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die zusatzlichc 
hochfeste Folic (6, 7) auf beiden Oberflachen des Encr- 
giespeichers (5) vorgesehen ist. 

4. DQnne elcktronische Chipkarte nach einem der An- 30 
spriiche 1 bis 3, dadurch gekcnnzdchnet, dass die zu- 
satzlichc hochfeste Folic (6, 7) mit der Oberflache des 
Energiespeichers (5) durch Kleben oder Heifilaminie- 
ren fesl verbunden ist. 

5. Diinne elcktronische Chipkarte nach cinem der An- 35 
spriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass Hohl- 
raume in dcr Umgebung des Energiespeichers (5) mit 
elastischer Ausglcichsmasse ausgefiillt sind. 

6. Diinne elcktronische Chipkarte nach cinem oder 
mehreren der Anspriiche 1 bis S, dadurch gekennzeich- 40 
net, dass die zusatzliche hochfeste Folie eine Dicke von 
20-100 pm, vorzugswcise von 20-60 \sm besitzt 

7. Dunne elcktronische Chipkarte nach einem oder 
mehreren der Anspriiche 1 bis 6, daduich gekennzeich- 
net, dass die zusStzliche hochfeste Folie aus Edclstahl- 45 
legicrungen oder Nichteisenmetalllegierungen bestchL 

8. Dunne elekux)nische Chipkarte nach einem oder 
mehreren der Anspriiche 1 bis 7, dadurch gekennzeich- 
net, dass die Folic aus faserverstSrktem Poly^tbylen, 
faserverstarktem Polypropylen, glasfaserveistarktem 50 
Polyester oder einem Kohlefaserveibundweikstoff be- 
steht. 

9. DUnnc eleku-onischc Chipkarte nach einem oder 
mehreren dcr Anspriiche 1 bis 8, dadurch gekennzeich- 
net, dass zwischen auBcrer Abdeckfolie (10. 11) und 55 
zusatzlicher hochfester Folic (6. 7) eine Ausgleichsfo- 
lie (8» 9) angeordnel ist, die die gleiche Dicke wie die 
zusatzliche hochfeste Folie besitzt und die mit einer 
Ausnchmung versehen ist, deren GroBe der Flache der 
zusatzlichen Folie (6, 7) entspricht. 60 

10. DUnnc clektronische Chipkarte nach einem oder 
mehreren der Anspriiche 1 bis 9, dadurch gekennzeich- 
net, dass der Eneigiespeicher ein galvanisches Ele- 
ment, vorzugsweise ein Prim^lement mit negativer 
•Elektrode aus Uthiununetall oder einer LithiummeuU- 65 
Legicrung ist. 

11. Diinne elcktronische Chipkarte nach cinem der 
Anspriiche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass das 
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